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A1 0

b 0.15 0.25

c

D 7.90 8.10

D2

e 0.40BSC

Nd 6.00BSC

E
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0.20REF
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PIN 1(Laser Mark)
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参考图号

mm
第 1 张

单 位 版 次

4版

签 名

共 1 张

密 级

日 期更改标记

批    准制    图

拟    制 复    审

比    例：  幅    面：  A4

更改内容

QFN64L(0808X0.90-0.40)(B) 

QFN64L(0808X0.75-0.40)(B)

QFN64L(0808X0.85-0.40)(B)

QFN64L(0808X1.15-0.40)(B)   

        产品外形图

图 号:HTDX06408080002

客户要求
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SIDE VIEW

TOP VIEW

b1 0.14REFb
1

6.506.40 6.60

增加0.75的封装厚度 郭玲芝 2017.04.211

0.70 0.800.75
A

1

秘 密

增加0.85的封装厚度 郭玲芝 2020.11.122

0.85 0.950.90

0.80 0.900.85 2

增加1.15的封装厚度 郭玲芝 2021.08.263

1.10 1.201.15 3

马舒丹 2021.11.014

4

图号HTDX06808080002更改为HTDX06408080002




